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Agenda

% Dokumentation / Datenformate
) Bauteildruck

5 Lotstopp

B Kupferlagen

% Bohrdaten

% Konturen

B Nutzen
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Dokumentation

9 |st die Nutzbarmachung von Informationen zur weiteren Verwendung

W Ziel ist das gezielte Auffinden der niedergelegten Information
9 Qualitatsmerkmale sind:
®) \/olIstandigkeit, Ubersichtlichkeit,
5 Verstandlichkeit, Strukturierthelt,
5 Korrektheit, Nachvollziehbarkeit,
8 [ntegritat/Authentizitat (Anderungshistorie), Objektivitat
WOAYAIS . SAEALIASES 1 dzNJ oDNJ GiGSy . FdzadadSffSay
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Dokumentation - Vollstandigkeit

" 480,750 mm*3
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Dokumentation 1

ich bestelle It. beiliegender Dokumentation:

10 Nutzen = 200 St.

mit 18 u AuRen-CU

Bitte um Zusendungder Schablonen-Datenfiir 20er Nutzen.

Infineon

Verstandlichkeit

Aufbau Starr
Technology 2 -lagig
Leiterplatten-Basismaterial FR4 Tg 150°
Leiterplattenoberfliche chem. Au
| Kupferkarschierungsdicke 35um Endkupfer |
Finaly Board thickness |nicht definiert
Board Dimension / Panel Dimension 17 mm x 5.8 mm
Kontur |Nutzen teilen (aus verschiedenen LP's)
Via Technology Throught
Track / Gap 2 150y (Standard)
Smallest final hole Diameter 0,30mm
Sonstiges Lotstopplack beidseitig
| Stiickzahl 100|

+10%

+0,15mm

conlao
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Dokumentation - Korrektheit

(infineon

Finaly Board thickness
Board Dimension / Panel Dimension

Kontur

nicht definiert

17 mm x 5.8 mm

+10%

[£0,15mm

Nutzen teilen (aus verschiedenen LP’s)

-
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Dokumentation T-Losungsvorschlag

® 1. Allgemeine Angaben
% | eiterplattenbezeichnung
5 Artikelnummer
% Versionsnummer
¥ Technischer Ansprechpartndfrfeichbarkeit bei Ruckfragen mit Vertretungslésung)
% Tel., EMall

. Mal3e

5 | eiterplattengrofie (X Y-Abmessung)

% Dimensionstoleranz (Standard:--€,1mm)

9 Kontur

5 Max. LFDicke (Gemessen Uber alles inkl. Létstopplack oder Vorgabe)

L
N

O
I f. Quelle: FEBBIbliothekdesWissens Leitfaden Leiterplattenspezifikation, Band 4, Seite 7 FED 'C D I 1 t G
n I n eo n - Fachverband fiir Design, Leiterplattemd Elektronikfertigung)
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Datenformate

% Bevorzugt:
5 Gerber R&74X inkl. Bohrdaten im geeigneten Format

% ODB++
% Eagle (.brd File)
W Gerber 2 (X2)

% Noch maoglich:
® Standard Gerber
9 Target

% Ruckfragen erforderlich:
5 Projektdateien von Layoutprogrammen

9 IPC2581

(infineon ggtljggag



Bauteildruck Bauteildruck

®) Strichstarke ab 100 pm
®) Schrifthéhe ab 0,8 mm
®) Hersteller entfernt Bauteildruck tber und in direkfdachbarschaft zuotflachen

M) Bei selbst erstelltem Footprint auf die Rahmen achten

(infineon Eﬁ){l;lj&ﬂg



Bauteildruck i Beispiel

(infineon conltag
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Bauteildruck 1 Beispiel 1 Rahmen um Bauteil

% Originale Daten W Anpassung nach Design Check
% Strichstarke 100pm
5 | otstoppfreistellung

./: » [
Infineon .. : —conlag
Rot = Layout, Braun/Griin = ohne Lotstopp, Gelb = Bauteildruckoimm Lour

¥ Entfernen Bauteildruck



Bauteildruck i Beispiel i Rahmen um Bauteil - LOsung

|

) Strichstarke ab 100 pm
% Abstand zu Lotflache 150pum

Cinfineon conlag
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Lotstopp

5 Moglichkeiten abhangig von
5 |ackfarbe / andere Materialien fir Lotstopp z.B. Vacrel, Polyimid
%) Kupferschichtdicken
% Basismaterial
5 Art der Belichtung (LDI oder Kontaktbelichter)

9 | otstoppfreistellungen
5 Freistellung bei LDI 35um bei Kontaktbelichter ~ 50um
% Anpassung erfolgt durch den Hersteller nach o.g. Punkten

% VVorschlag:

5 Freistellung im Lotstopp mit der gleichen Grél3e wie die Pads (1:1) |\
| AYV6SA& Yy RSY | SNEUGSEf SN aCNBA&aGSttdzy3 RNNJF
% Hinweis auf Besonderheiten (Solder Mask defined Pads, bestimmte Grofie)

(infineon SFL’Q,,L-C'Q



Lotstopp T Beispiele

Freistellung im LOtstop ststopplackreie Bereiche griibzw.braun Dargestellt)

Unterschiedlich, Zu grof3 Unzureichend 1:1

(infineon conltag
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Kupferlagen

5 Sicht von Top nach Bottom
% Abstande / Breiten so grofd wie moglich

% BeispielPadoptimierung
% Abstand Kupfer zur Kontur 300um (flr Frasen)
5 Auto Routerc Ergebnis kontrollieren

% Probleme bei Kupferflachen

% nicht geeignete Leiterbahnfiihrung
% (iberlagernde Warmefallen

% Unterschiedliche Designrules fir Aufeand Innenlagen
% |nnenlagen: Unterscheidung positiv und negativ
% Vorschlag: nur positive Lagen verwenden

5 \Wunsch
% Freiflachen mit Kupfer fillegbei Innenlagen ein Muss

O B
( Inﬁneon % eigene Blende fir Schrift und Impedanzleitekum Unterschied reicht aus CDI-‘tCIg
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Kupferlagen i Padoptimierung seitens CONTAG

Resist, Laminieren, Belichten, Entwickeln

@ N s ﬂ Atzen

< Infineon Wirkung Atzmedium auf Kupfer -COI-‘tCIg

on tour



Kupferlagen I Padoptimierung seitens CONTAG

Ny
X

9 Verbreiterung der Kupferstruktur bzw.
J

e Ay dFNISY 62y ahLIFSNELaP
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Beispiel i Abstand Kupfer zur Kontur

W5AS | dzZAGANJ dzy AX D
WaohFFSYSa YdzLJF SNX
%) Kupfergrat
B Oxidation

B Kurzschluss

(infineon EEL-._‘,.L-C'Q



Beispiel T Abstand Kupfer zur Kontur

Wal 3t AOKS ! NEIF OKS X

1. Kontur 2. Layout 3. Polygon !

(infineon conltag
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Beispiel T Abstand Kupfer zur Kontur
% Losung: Abstand von 300pum (0,3mm; 11,81 mil)

(iﬁﬁn eon 1mil = 0,0254 mm = 25,4um 'Cc"-]tmg
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